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Abstract: Through the introduction of Devicenet bus structure, driver and 

performance, the application of Devicenet bus in semiconductor equipment is 

presented. Devicenet bus not only has the characteristics of open, efficient, low cost, 

strong anti-interference ability, high measurement and control accuracy, but also low 

cost.
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摘  要：通过对 Devicenet 总线的结构，驱动程序及性能方面的介绍，提出了 

Devicenet 总线在半导体设备中的应用。Devicenet 总线不仅具有开放、高效、低

价、抗干扰能力强、测量及控制精度高等特点，而且成本也比较低 。
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1  引言

DeviceNet 现场总线是 Rockwell 公司提出的一种现场总线，具有开放、高效、
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低价、抗干扰能力强、测量及控制精度高等特点，特别适合应用于技术含量较

高的半导体镀膜设备中。半导体设备的控制系统要求信息传输速度快，精度高，

从而对网络的要求也比较高。

DeviceNet 作为基于现场总线技术的工业标准开放网络，为简单的底层工业

装置和高层如计算机、PLC 等设备之间提供连接。DeviceNet 现场总线按照通信

协议，参与设计开发主站硬件平台，并在该平台上独立设计开发底层 CAN 驱动、

主站 DeviceNet 应用层协议及 DeviceNet 网络管理与数据采集平台。

本文主要研究 DeviceNet 总线在半导体镀膜设备中的设计及应用。通过 CAN 

总线、单片机和高性能的控制器进行数据传输与控制，使该总线能够更加稳定，

能更好更灵活地应用于半导体设备中。

2  半导体设备中 DeviceNet 网络的基本结构

DeviceNet 现场总线体系属于设备级的总线协议，在协议的分层结构中，只

包括 ISO/OSI 7 层模型结构中的 3 层，即物理层、数据链路层和应用层。同时 

DeviceNet 也是一种低成本的通信连接，可连接半导体设备中的 IO 模块、MFC 

质量流量计、阀组、滑轨、温控器、射频、节流阀等。DeviceNet 网络构成主要

包括主站（PLC 或插卡式工控机）、设备从站、连接器，其结构如图 1 所示。

图 1　DeviceNet 网络基本结构

2.1  通信方式

该系统中主要采用轮询通信方式。轮询通信方式 De-viceNet 支持 I/O 数据

触发方式中最常见的一种，轮询命令和响应报文可以在主站和它的轮询从站之

间传送任意数量的 I/O 数据。在轮询方式下，I/O 报文直接依次发送到各个从设

备（点对点）。轮询命令是主站发送往从站的命令和数据。响应是从站接到主
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站的轮询命令后的回答。

轮询命令可将发送任意数量的输出数据发送到目的从站设备，而从站设备

则能够执行以下一种或几种动作：

（1）忽略轮询命令。

（2）消费轮询命令及其数据。

（3）只消费轮询命令。轮询响应可由从站向主站返回任意数量的输入数据

或状态报文。轮询报文由报文标识符和数据区组成。

第一阶段，轮询命令报文由主站以广播方式发至所有从站，第二阶段，轮

询响应报文由生产从站以广播方式发至主站，通过主站发送至所有的消费从站，

这个过程由主站周期的轮询每个变量来完成。

2.2  通信过程

主从设备通过组态，预先建立映射关系，将 DeviceNet 从设备的数据映射到 

DeviceNet 主设备的相应缓冲中。主设备周期扫描，接受来自从设备的 IO 数据到

输入缓冲区，并将输出缓冲区的数据发送到从设备。

3  半导体设备中 DeviceNet 网络的硬件设计

3.1  主站

半导体设备的 DeviceNet 网络主站主要采用研华 xxx 型工控机。主站卡

采用 Hilscher CIF 系列，CIFXX 作为主站的通讯接口独立地实现总线上设备

与内部映像数据交换。映像存放在双端口内存中，应用程序可以直接访问。 

CIFXX 通过 CPCI 插槽与 PC 进行通讯，外部接口为 5Pin DeviceNet 开放式接

口， 带 有 RS232C 诊 断 接 口，RDY/ RUN/NET/MOD 状 态 指 示 灯， 通 讯 速 率 

125kBaud/250kBaud·00kBaud。

Hilscher 提供网络配置软件 SyCon，它具有统一的操作接口，所有的通讯板

卡都通过 SyCon 进行配置。配置时可以导入描述从站特征的 EDS 文件。SyCon 

通过图形编辑器建立总线结构和指定设备类型，在每个设备的配置窗口罗列可
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能用到的模块和数据，通过所需模块和数据的选择进行设备配置。

基于面向对象的编程语言，如 Visual C ++ 或 Visual Basic，Hilscher 板卡提

供相应的 COM 组件。基于 Windows 9x/NT/2000/XP/ME 的设备驱动，不仅负责管

理通讯板卡的各功能，而且还提供 C 程序应用接口，通过 DLL 的形式供用户调用。

3.2  从站

半导体设备中控制量包括阀的开关、门的开关、压力的开关、MFC 流量、

晶圆检测、报警信号、节流阀、泵、射频等信号。这些信号与网络相连接的方

式分为两种 ：

简单的开关量数字信号经由 Signal PCB 后与 DeviceNet IO 模块相连接，IO 

模块作为 DeviceNet 的一个从站连接到网络，IO 模块的选型可以参考 AB 手册或

者 OMROM 选型手册，相对而言 OM RON 产品使用排线接线且外形尺寸较小，

会节省很多空间。IO 模块的选型要注意 DI/DO 接线方式，AI/AO 模块注意电流、

电压输入方式。

其它信号如节流阀、射频、M FC 信号的控制参数非常多，如射频基本的控

制信号包括正向功率设定、读取，反射功率读取，过温报警信号，安全互锁等信号，

类似于这种需求的设备在选型时就需要选择支持 DeviceNet 通讯方式的设备，这

样设备就作为一个独立的从站与主站进行通讯，从而进行精确的控制。

所有的从站安装前要设定好 MACD ID、波特率，确保设备能够被主站卡扫

描到；然后要根据供应商提供的 Manual 进行命令参数的配置，根据实际使用的

具体要求来进行选择。

4  半导体设备中 DeviceNet 网络的驱动程序   
设计

驱动主要包括如下功能 ：初始化、参数化、数据交换和状态信息传输。根

据现场总线系统的不同，可选择不同的使用方法和数据交换方式，而现场总线

的专用数据结构以头文件的形式提供给用户。
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5  结语

DeviceNet 现场总线由于具有开放、高效、低价、抗干扰能力强、测量及控

制精度高等特点，所以广泛应用于半导体镀膜行业中。并且整个 DeviceNet 协议

已实现在模块中，减少了我们在 DeviceNet 开发所投入的人力和物力。从而使我

们能够将精力集中在产品主要部分的设计上，加快了开发速度，减少开发费用，

提高产品性能。
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